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"Procedg de fabrication de plaques comportant au moins 
un circuit ■ iniprime" 

„La prSsente invention a pour objet un procSdg 
de fabricatipn.de plaques comportant au moins un cir- 

cuit impriitiS. 

Lors de la realisation de plaques comportant 

sur, une face un circuit imprimS et sur 1' autre face, 
5 des plots conducteurs du courant Slectrique, on ren- 
contre des dif ficultes pour relier glectriguement de 
faspn tr§s simple et peu coQteuse le circuit imprimg 
aux plots conducteurs. 

La presente invention a pour objet un procSde 
tres simple et facilement reproductible qui a pour but 

10 d'obtenir un tel risultat. 

ConformSment a la prSsente invention, on utilise 
un procedS qui consists a prSvoir sur une face de la pla- 
que en matiere isolante, un circuit conducteur du courant 
eiectrique qui est reliS a des organes conducteurs impri- 
15 mes situ§s sur 1' autre face au moyen de micro-trous tra- 
versant ladite plaque dans lesquels un produit conducteur 
est tntroduit lors de 1' impression de telle sorte qu'une 
liaison Slectrique en tre les deux faces est assurSe. 

Ce precede permet de' realiser une bonne liaison 
20 glectrique entre les deux faces de la plaque par des 

moyens industriels avec une grande precision et une grande 
rapiditi. 

Par ailleurs il est ggalement possible de relier 
non seulement un circuit imprimS et des plots conducteurs 
mais egalement deux circuits imprira^s entre euK. 
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D*autres caract§ristiques et avantages de 1' in- 
vention seront mieux compris S la lecture de la descrip- 
tion qui va suivre de plusieurs examples de realisation 
et en se refer ant aux dessins annexes, dans lesquels : 
5 La figure 1 est une vue en plan montrant le 

circuit conducteur imprimi sur I'une des faces. 

La figure 2 est line vue en coupe de la plaque 
suivant la ligne II IX de la figure 1. 

Aux figures 1 et 2 on a repr§sent§ une plaque 
10 1 en matiere isolante notamment en papier, en carton ou 
en matiere plastique qui coraporte sur I'une de ses faces 
un circuit conducteur iinprirn§ 2 qui est reli6 par des 
Elements 3 filiformes conducteurs de 1 ' Electricity S des 
plots 4 disposes sur 1' autre face, 
15 Suivant le proc&d§ de fabrication de 1 ' inven- 

tion on execute dans la plaque 1 des micro-trous 5 tra- 
versant ladite plaque suivant son ^paisseur. Ces trous 
sont r§alises au itioyeh d'un rayon laser ou d' aiguilles 
fines. II est egalement possible d'utiliser, soit un 
20inoyen chiniique permettant de rendre la plaque 1 poreuse, 
soit un support poreiix enduit' d'une couche de matiSre 
d* obturation aux endroits non conducteurs. 

Le produit conducteur destine S rexnplir les 
micro-trous 5 et qui constitue les §l§inents filiformes 3 
25 est introduit lors de I'iinpression du circuit imprimg 2 ^ 
et des plots 4 . 

Ce proc§d6 permet d' assurer une bonne liaison 
§lectrique entre les deux faces de la plaque. 

Le proc§de permet Egalement de r§unir des 
circuits conducteurs sur les deux faces opposSes. 
30 Comme produit conducteur on peut utiliser une 

encre conductrice, un §lastomfere ou un plastomdre con- 
ducteur . 

Bien entendu diverses modifications peuvent §tre 
apportees par I'homme de I'art aux dispositifs ou p,roc§d§s 
35 qui viennent d'etre d§crits uniquement S titre d'exemples 
non limitatifs sans sortir du cadre de 1* invention. 
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RE, VENDICATIONS 



1. Precede de fabrication de plaques comportant 

au moins un circuit imprime caracteris^ en ce qu'il con- 
siste S prevoir sur une face de la plaque en matiere iso- 
lante un circuit conducteur du courant ^lectrlque qui est 

5 relie a des organes conducteurs imprlmes situ§s sur 1* autre 
face au moyen de micro-trous traversant ladite plaque dans 
lesquels un produit conducteur est introduit lors de 1' im- 
pression de telle sorte qu'une liaison ^lectrique entre ... 
les deux faces est assuree. 

lO 2. Procide suivant la revendication 1 caracterise 

en ce que le produit conducteur introduit dans les niicro- 
trous est obtenu S partir du circuit imprime, 

3, Precede suivant les revendications 1 et 2 carac- 
terise en ce que le produit conducteur introduit dans les 

15 micro-trous est obtenu a partir de la matiSre constituant 
les organes conducteurs. 

4. Precede suivant la revendication 1 caracterise 
en ce que les micro-trous sent realises au moyen d'un 
rayon laser, 

20 5. Precede suivant la revendication 1 caracterise 

en ce que les micro-trous sent realises au moyen d* aiguil- 
les fines. 

6. Precede suivant la revendication caracterise en 
ce que les micro-trous sont realises par un moyen chimique 

25 en rendant la plaque poreuse. 

7. Proced^ suivant la revendication 1 caracterise 
en ce que la plaque de support est poreuse et elle est 
enduite d'une couche de matiere d* obturation aux endroits 
non conducteurs. 

8. Plaque comportant au moins un circuit imprime 
30 realisSe conform^ment au procedS de la revendication 1 
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carciCterise en ce qu'elle est constituee d'une plaque 
present^nt sur uns face un circuit iinprim§ relii par des 
organes conducteurs traversant la plaque a des plots con- 
ducteurs situ^s sur 1* autre face. 

^ ^* Plaque comportant au moins un circuit imprimS 

realisee conf orzn^ment au proc§d§ de la revendlcation 1 
caracteris§e en ce qu*elle est constitute d'une plaque 
presentant sur une face un circuit inipriin§ reli§ par des 
organes conducteurs traversant la plaque S un autre cir-* 

10 cuit imprime sur 1 ' autre face. 
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